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Abstract (en)
[origin: DE19851180C1] Chemical reduction metal plating solution regeneration uses a weakly basic anion exchanger (T1) for hypophosphite
ion recycle to the cathodic chamber (3) of a multi-chamber electrodialysis cell. An acid mixture, formed in the second chamber (6) by entry
of protons from the anodic chamber (1), is supplied to a hypophosphite-loaded weakly basic anion exchanger with its outlet connected to the
cathodic chamber. A chemical reduction metal plating solution, containing hypophosphite and ortho phosphite, is regenerated in a multi-chamber
electrodialysis cell having two chambers separated from one another by an anion exchange membrane and which are located between a dilute acid-
containing anodic chamber and a cathodic chamber, the first chamber being separated from the cathode chamber by an anion exchange membrane
and the second chamber being separated from the anodic chamber by a cation exchange membrane. The solution is delivered to the first chamber
for hypophosphite and orthophosphite ion transport from the solution to the second chamber and simultaneous hypophosphite ion transport from the
cathodic chamber into the solution, the resulting regenerated solution being discharged for reuse. Preferred Features: Part of the solution, leaving
the weakly basic anion exchanger (T1), may be passed over a plating metal ion-loaded, weakly acidic anion exchanger within the first chamber
(5) of the cell (EZ). A regeneration circuit is formed by a connection (P1) between the cathodic chamber (3) and the second chamber (6). A further
chamber may be provided between the anodic chamber (1) and the second chamber and separated from the second chamber by a cation exchange
membrane, this further chamber receiving plating metal ions from the anodic chamber and being supplied with part or all of the process solution (PL)
which is then transferred to the first chamber. Plating metal additions are made to the first chamber or to the anodic chamber. The anode (2) may be
an insoluble anode, preferably of steel or platinized expanded titanium, or a soluble anode of the plating metal.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Regenerieren einer Prozeßlösung angegeben, die bei der chemisch-reduktiven Abscheidung von Metallschichten
verwendet wird und Hypophosphit sowie Orthophosphit enthält. Die Prozeßlösung wird einer mindestens vier Kammern aufweisenden
Elektrodialysezelle (EZ) aufgegeben, die eine verdünnte Säure enthaltende Anodenkammer (1) mit einer darin befindlichen Anode (2), eine
Kathodenkammer (3) mit einer darin befindlichen Kathode (4) sowie zwei weitere, durch eine Anionenaustauscher-Membran (AM2) voneinander
getrennte und zwischen diesen beiden Kammern (5, 6) angeordnete Kammern aufweist. Von den beiden Kammern (5, 6) ist eine erste Kammer
(5) durch eine Anionenaustauscher-Membran (AM1) von der Kathodenkammer (3) getrennt, während eine zweite Kammer (6) durch eine
Kationenaustauschermembran (KM1) von der Anodenkammer (1) getrennt ist. Die Prozeßlösung wird bei Durchführung des Verfahrens der ersten
Kammer (5) aufgegeben, wodurch die in ihr enthaltenen Hypophosphit-Ionen und Orthophosphit-Ionen elektrodialytisch in die zweite Kammer
(6) und gleichzeitig als Hypophosphit-Ionen aus der Kathodenkammer (3) in die Prozeßlösung transportiert werden. Zur einfachen Entfernung
des Orthophosphits aus der Prozeßlösung wird das in der zweiten Kammer (6) durch Zutritt von Protonen aus der Anodenkammer (1) gebildete
Säuregemisch einem in der Hypophosphit-Beladung befindlichen, schwachbasischen Anionenaustauscher (T1) zugeführt, der mit seinem Auslaß an
die Kathodenkammer (3) angeschlossen ist. <IMAGE>
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